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以下資料由岱煒科技公司及其推薦證券商提供，資料若有錯誤、遺漏或虛偽不實，均由該公司及其推薦證券商負責。
以下揭露之認購價格及依據等資訊，係申請登錄興櫃公司與其推薦證券商依認購當時綜合考量各種因素後所議定。由於興櫃公司財務業務狀況及資本市場將隨時空而變動，投資人切勿以上開資訊作為投資判斷之唯一依據，務請特別注意

   認購相關資訊
   公司簡介
   主要業務項目
   最近五年度簡明損益表及申請年度截至最近月份止之自結損益表
   最近五年度簡明資產負債表
   最近三年度財務比率
公司名稱：岱煒科技股份有限公司 (股票代號：6475 )

	輔導推薦證券商
	永豐金證券股份有限公司、元大寶來證券股份有限公司

	主辦輔導券商聯絡人電話
	永豐金證券股份有限公司  陳容寧02-2382-3275

	註冊地國
	(外國發行人適用)

	訴訟及非訟代理人
	(外國發行人適用)


	輔導推薦證券商認購岱煒科技股份有限公司股票之相關資訊

	證券商名稱
	永豐金證券
(主辦輔導推薦券商)
	元大寶來證券
(協辦輔導推薦券商)

	認購日期
	103.11.25

	認購股數（股）
	636,000
	100,000

	認購占擬櫃檯買賣股份總數之比率
	2.60%
	0.4%

	認購價格
	每股 68 元

	認購價格之訂定
依據及方式
	本推薦證券商依一般市場認購價格訂定方式，參考市價法、成本法及現金流量折現法等方式，以推算合理之承銷價格，做為該公司辦理股票興櫃登錄之參考價格訂定依據；再參酌該公司之所處產業、經營績效、發行市場環境及同業之市場狀況等因素後，由本推薦證券商與該公司共同議定之。
股票價值的評價方法包含市價法如本益比法、股價淨値比法及成本法、現金流量折現法等，其中成本法係以歷史成本為計算之依據，忽略通貨膨脹因素且無法表達目前真正之經濟貢獻值，故國際上採成本法評估企業價值者並不多見；而現金流量折現法主係以未來各期創造之現金流量折現值合計數，計算目前股東權益之價值，然而未來之現金流量難以精確預估，且評價所需參數並無一致之標準，故本次輔導推薦證券商認購岱煒科技係以本益比法進行評估。茲選取產品線及應用市場部分相同之三家公司嘉澤(上市公司，股票代號3533)、宏致(上市公司，股票代號3605)、湧德(上櫃公司，股票代號3689)作為比較同業，其中嘉澤主要產品為電腦、通訊及行動電話、消費性電子產品之各式連接器及零組件；宏致主要產品為高階精密連接器及精密電子零組件，主要應用在NB、智慧型手機、平板及消費性電子用品等；湧德則主要產品為整合型訊號連接器，主要產品之終端應用領域廣及資訊產品、網通產品及消費性電子產品等，採樣同業本益比說明如下：
單位：倍
證券名稱
月份
嘉澤
(3533)

宏致
(3605)

湧德
(3689)

上市股票-電子零組件類
上櫃股票-電子零組件類
103年8月
13.20

14.60

15.32

20.65

38.47

103年9月
13.63

12.45

14.08

19.08

37.93

103年10月
13.36

11.44

11.95

18.20

35.12

近三個月
平均本益比
13.40 

12.83 

13.78 

19.31 

37.17 

資料來源：財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心及台灣證券交易所網站
由上表得知，該公司上市(櫃)公司中之採樣同業及上市(櫃)股票-電子零組件類股最近三個月之平均本益比約介於12.83-37.17倍之間。岱煒科技102年度每股盈餘為1.55元，另該公司103年度截至10月之自結營收已達441,302仟元，自結每股稅後盈餘為4.55元，營收及獲利表現良好，以該公司此次與推薦證券商議定之承銷價格為68元，本次輔導推薦證券商認購該公司股票之價格尚屬合理。
綜上所述，本次興櫃認購價格之訂定除參酌國際慣用之評價法計算該公司合理價格，另並參酌該公司之所處產業、經營績效、發行市場環境及同業之市場狀況等因素後，與該公司共同議定之興櫃認購價格為68元。


	公司簡介(公司介紹、歷史沿革、經營理念、未來展望等)

	岱煒科技股份有限公司設立於民國90年9月4日，主要經營項目為研發、製造、銷售薄型BTB連接器、ZIF、Battery Connector等電子零組件。截至民國103年10月底止，實收資本額為245,000仟元。
岱煒科技(股)公司為專業手機連接器的製造廠商，產品主要功能為智慧型手機及平板電腦的顯示屏、觸控屏、照相機、大小板的訊號用連接器。為因應手機及平板電腦的薄型化需求，開發出窄間距低高度的BTB及ZIF連接器，有助於手機薄型化的實現，並減少PCB的使用空間，提高客戶在PCB Layout的設計彈性。由於此類型的連接器技術難度及要求的品質水準較高，一旦切入供應鏈後，較不易發生客戶轉單的情形，終端客戶為華碩、華寶、廣達、仁寶、和碩、緯創、鴻海等手機及平板電腦系統大廠，大陸客戶則有金立、西可、龍旗等手機廠。
年/月
重要沿革
90年9月
*前身為金宣科技有限公司董事長林淑蓉，設立於台北市，資本額新臺幣伍佰萬元整。
91年6月
* Compact Flash Card Connector量產。
93年5月
* Mini PCI Connector量產。
93年9月
*公司更名為岱煒科技股份有限公司，遷址新北市樹林區。
*增資發行新股伍拾萬股，實收資本額計新臺幣壹仟萬元整。
94年2月
*通過日本QURSAR評鑑成為合格供應商。
95年4月
*開發 Pitch:0.4 mm Mated height:0.9 mm Board to BoardConnector。
95年9月
*增資發行新股壹佰萬股，實收資本額計新臺幣貳仟萬元整。
*遷址新北市新莊區。
96年1月
*變更董事長為林宜德。
*增資發行新股壹佰萬股，實收資本額計新臺幣叁仟萬元整。
96年7月
*公司遷址至樹林工業區，成立樹林廠。
96年8月
*增資發行新股貳佰萬股，實收資本額計新臺幣伍仟萬元整。
96年11月
*增資發行新股叁佰萬股，實收資本額計新臺幣捌仟萬元整。
96年12月
* Pitch:0.4 mm Mated height:0.9 mm Board to Board Connector產品通過專利申請。
97年1月
* Pitch:0.4 mm Mated height:0.9 mm Board to Board Connector生產製程通過專利申請。
97年11月
*獲經濟部小型企業創新研發經費補助。
97年12月
*增資發行新股叁佰萬股，實收資本額計新臺幣壹億壹仟萬元整。
98年5月
* Pitch:0.4 mmMating height:0.9 mm Board to Board Connector正式全自動化量產。
98年10月
*增資發行新股貳佰伍拾萬股，實收資本額計新臺幣壹億叁仟伍佰萬元整。
98年12月
*通過ISO9001:2008國際品質認證。
100年3月
* Pitch 0.4mm Mating Height 1.0mm Slim Board To Board Connector開發完成。
100年5月
*通過ISO140001國際品質認證。
100年9月
*通過ASUS、FIH工廠稽核。
*增資發行新股伍佰伍拾萬股，實收資本額計新臺幣壹億玖仟萬元整。 
100年11月
* Pitch 0.4mm Mating Height 0.8mm Ultra-Slim Board To Board Connector開發完成。
101年10月
*通過佳能、華寶、廣達、正崴、和碩工廠稽核。
101年12月
*增資發行新股貳佰伍拾萬股，實收資本額計新臺幣貳億壹仟伍佰萬元整。
102年3月
*公司遷址土城工業區，註銷樹林廠，成立土城廠。
102年8月
*透過第三地國家，間接投資成立深圳岱桓貿易有限公司。
102年12月
*執行員工認股權憑證認股增資叁佰萬股，實收資本額計新臺幣貳億肆仟伍佰萬元整。
103年2月
*成立板橋廠。
103年3月
Pitch 0.4mm Mating Height 0.6mm Ultra-Low Board To Board Connector開發完成。
103年3月
Pitch 0.4mm Mating Height 1.0mm Slim A37 Board To Board Connector開發完成。
103年6月
*Pitch 0.5mm Height 1.0mm Back Lock FPC Connector 開發完成。
103年7月
*Pitch 0.3mm Height 0.9mm Back Lock FPC Connector 開發完成。
103年8月
*通過IECQ QC080000有害物質管理系統。
103年9月
*經金融監督管理委員會核准為股票公開發行公司。
103年10月
*變更董事長為林宜修。
經營理念
· 技術創新：超越自我 精益求精。
· 品質第一：堅守品質 絕不妥協。
· 客戶滿意：創造價值 達成雙贏。
· 永續經營：勞資雙方 共創未來。
　　我們以創新提昇競爭力，用高品質給客戶承諾與信心，用分享成果來取得員工及股東認同與支持，創造出客戶、員工、股東三方互助共榮的理想，達到永續經營目標。 

未來展望
短期發展計畫
A.加強台灣客戶的關係，針對手機平板的品牌客戶及ODM客戶提供更完整的連接器解決方案，對於客戶需求快速對應，公司內部實施ERP管理系統，以對應客戶訂單需求，做企業資源的整合及配置.

B.配合新產品布局，增加大陸市場的產品線,除現有客戶的出貨產品項目提高以外，也布局一線品牌客戶，提供客戶一次購足的需求，提高整體市場的佔有率。
C.進行製程垂直整合，持續改善全自動化製程、提高效率及良率、降低成本、維持競爭優勢。
D.佈局韓國市場，透過代理商擴大市占率。
長期發展計畫
A.積極開發多樣性精密產品，投入更多創新研發的人力，參與終端客戶研發設計，提升產品的附加價值，強化自有品牌。
B.落實知識管理,建立知識資料庫、培養同心協力及知識共享之組織文化及價值觀，並持續強化經營團隊，因應公司未來成長。對組織內部之海內外人員及系統，建立共同價值觀之組織文化，以期培養組織的持續競爭力及堅實之經營團隊。


                                                                          

	主要業務項目：
本公司主要產品為手機及平板等手持式裝置的精密連接器為主，有BTB系列、ZIF系列、Battery Connector系列之研發、生產、製造。


	上游
	中游
	下游

	原材料
銅材料 : 磷青銅
塑膠料 : LCP, Nylon

	連接器 :

BTB Connector

ZIF Connector

Battery Connector
	行動裝置通訊業
網路通訊業
家電業
消費性電子產業
筆記型電腦


	

	

	產品
名稱
	主要產品圖示
	重要用途或功能
	最近一年度
營收金額
(仟元)
	佔總營收
比重
(%)

	BTB
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	1、相機模組訊號傳輸。
2、LCM訊號傳輸。
3、TP訊號傳輸。
4、PCB大小板訊號傳輸。
	297,097
	99.82

	合     計
	297,097
	99.82


	最近五年度簡明損益表及申請年度截至最近月份止之自結損益表  

單位：新台幣仟元                 

	年度(註1)

項目
	98年(註1)
	99年(註1)
	100年(註1)
	101年(註1)
	102年(註1)
	103年截
至10月份止
(自結數)

(註2)

	營業收入
	6,621
	17,618
	28,273
	166,797
	297,636
	441,302

	營業毛利
	(14,591)
	(11,672)
	(19,064)
	50,597
	95,774
	162,158

	毛利率(%)
	(220.37)
	(66.25)
	(67.43)
	30.33
	32.18
	36.74

	營業外收入
	1,814
	1,379
	1,596
	732
	8,463
	9,609

	營業外支出
	4,502
	894
	257
	3,825
	963
	2,952

	稅前損益
	(29,939)
	(32,075)
	(47,764)
	4,657
	36,744
	111,510

	稅後損益
	(25,394)
	(28,784)
	(55,480)
	4,536
	33,661
	111,509

	每股盈餘（元）
	(2.20)
	(2.13)
	(3.67)
	0.24
	1.55
	4.55

	股利發放
	現金股利(元)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	股票股利(資本公積轉增資)(元)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	股票股利(盈餘轉增資)(元)
	-
	-
	-
	-
	-
	-


註1：上列各年度財務資料均經會計師查核簽證；98~102年度該公司並未編製合併財務報表，故98~102年度資料係依ROC GAAP編製的個體財務資訊。
註2：103年度資料為自結數，係依IFRS編製之合併財務資訊。
	最近五年度簡明資產負債表
         單位：新台幣仟元
                    單位：新台幣仟元

	年度(註1)

項目
	98年
	99年
	100年
	101年
	102年

	流動資產
	54,469
	33,016
	110,864
	294,194
	316,356

	基金及長期投資
	-
	-
	-
	-
	2,999

	固定資產
	59,904
	72,254
	100,074
	171,085
	241,156

	無形資產
	-
	-
	1,071
	963
	1,471

	其他資產
	19,068
	23,550
	14,472
	15,574
	16,279

	資產總額
	133,441
	128,820
	226,481
	481,816
	578,261

	流動
負債
	分 配 前
	17,539
	45,003
	34,269
	117,301
	89,481

	
	分 配 後
	17,539
	45,003
	34,269
	117,301
	89,481

	長期負債
	4,425
	1,125
	-
	5,267
	20,871

	其他負債
	-
	-
	-
	-
	-

	負債
總額
	分 配 前
	21,964
	46,128
	34,269
	122,568
	110,352

	
	分 配 後
	21,964
	46,128
	34,269
	122,568
	110,352

	股本
	135,000
	135,000
	190,000
	215,000
	245,000

	資本公積
	37,500
	37,500
	147,500
	285,000
	330,000

	保留
盈餘
	分 配 前
	(61,023)
	(89,808)
	(145,288)
	(140,752)
	(107,091)

	
	分 配 後
	(61,023)
	(89,808)
	(145,288)
	(140,752)
	(107,091)

	長期股權投資
未實現跌價損失
	-
	-
	-
	-
	-

	累積換算調整數
	-
	-
	-
	-
	-

	股東權益總額
	分 配 前
	111,477
	82,692
	192,212
	359,248
	467,909

	
	分 配 後
	111,477
	82,692
	192,212
	359,248
	467,909


註1：上列各年度財務資料均經會計師查核簽證，98~102年度該公司並未編製合併財務報表，故98~102年度資料係依ROC GAAP編製的個體財務資訊。
                                                                          

	最近三年度財務比率

	年  度
項  目
	100年
	101年
	102年

	財
務
比
率
	毛利率(%)
	(67.43)
	30.33
	32.18

	
	流動比率(%)
	323.51
	250.80
	353.55

	
	應收帳款天數(天)
	19
	96
	100

	
	存貨週轉天數(天)
	157
	114
	89

	
	負債比率(%)
	15.13
	25.44
	19.08


                                                                          
投資人若欲查詢該公司更詳細之資料請連結至公開資訊觀測站!![image: image7.png]



公司概況資料表
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